ﬂil CAMBIAR MOLDES EN LOS
< SISTEMAS EOS SP ES MAS RAPIDO
Y SEGURO QUE NUNGCA

VENTANA TECNICA - SISTEMAS ECS SP

Un nuevo sistema de cambio de
molde rdpido, desarrollado recien-
temente por los mejores ingenieros
de SIPA para sus mdquinas de mol-
deado por inyeccidn-estirado-so-
plado de una etapa ECS SP, logra
reducir aproximadamente en una
cuarta parte los tiempos de cambio.
Las nuevas caracteristicas también
afiaden mayor seguridad y facilidad
de uso para los operadores, espe-
cialmente en algunas operaciones
criticas. El sistema SIPA ECS SP es
ideal para la fabricacién de produc-
tos especiales tales como envases
para productos farmacéuticos, cos-
méticos, productos para el cuidado
personal y bebidas espirituosas,
particularmente (pero no exclusi-

vamente) en tamafos que varfan
entre 20 y 50 ml. Hay dos modelos
disponibles: la ECS SP 50 con una
fuerza de prensa de inyeccién de
500 kN y la ECS SP 80 de 800 kN.
Desde el momento en que se intro-
dujo la gama, SIPA le ha dado una
exhaustiva y completa mejora en
numerosos aspectos, entre los cua-
les se encuentran: la inyeccion de
preforma, el acondicionamiento,
el soplado y la interfaz operador.
También ha facilitado el montaje de
moldes originalmente destinados a
otros sistemas ISBM. Todo esto (y
mids) hace que el sistema ECS SP
sea especialmente muy versitil, ca-
paz de producir todo tipo de for-
mas dentro de un rango de tamafno

elegido. Por esta razén, y dado que
las corridas de produccién suelen
ser de duracién bastante limitada,
existe una gran necesidad de poder
cambiar los moldes de inyeccién y
soplado répidamente para minimi-
zar el tiempo de parada entre los
ciclos de produccién. Al mismo
tiempo, por supuesto, se debe te-
ner especial cuidado en garantizar
que las operaciones de cambio se
lleven a cabo de manera muy segu-
ra. El sistema cuenta con un nuevo
procedimiento automatizado para
cargar y descargar las placas por-
ta machos de la preforma, y tiene
incorporado sensores adicionales
para garantizar que la carrera d
apertura del molde se ajuste corre

_51



TECHNICAL WINDOW - SISTEMAS ECS SP

tamente de acuerdo con la longitud
de la preforma. Las operaciones de
montaje y desmontaje de la placa
del anillo de cuello también se han
modificado. SIPA ha desarrollado
un sistema, pendiente de patente,
que ahora posibilita que el proce-
dimiento sea llevado a cabo por
una sola persona en lugar de dos,
en condiciones de total seguridad.
Cambiar el molde de soplado es
mucho mds fécil también. Las mo-

dificaciones inteligentes realizadas
a la prensa y la introduccién, por
ejemplo, de cojinetes de rodillos
en posiciones criticas, se traducen
ahora en que una vez que el carro
elevador ha posicionado el molde
al lado de la unidad de prensado, el
molde pueda ser empujado a mano
hasta alcanzar su posicién.

La regulacién en altura del mol-
de, una vez que estd ubicado en
la prensa, también es mds simple.

Finalmente, se han realizado mo-
dificaciones en la placa de sellado
y en las varillas de estiramiento,
y los accesorios estindares a rosca
del sistema de enfriamiento por
agua, han sido reemplazados por
accesorios “push/pull” de enganche
y desenganche rdpido, todo con
el objetivo de simplificar, agilizar
e incluso brindar mds seguridad
al operador de estos excepcionales

sistemas ISBM.
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